FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La pate HTSP foumit le nec plus ultra en conductivité thermique en plus de la large gamme de
température obtenue par les huiles a base silicone. Les propriétés exceptionnelles obtenues par
la pate HTSP sont dues a l'utilisation récente d'une variété de poudres d'oxydes métalliques
(ceramique). Ces matériaux sont isolants électriquement et préviennent les courts-circuits au cas
ou la pate serait en contact avec d'autres piéces assemblées.

La pate HTSP doit étre utilisée la ou une importante quantité de chaleur doit .étre dissipée
rapidement et efficacement. La dissipation de chaleur a partir d'une source (par exemple un
semi-conducteur) est obtenue par la présence de plusieurs couches de différents matériaux
avant que la chaleur soit dissipée par convection libre ou forcée. Il faut noter que I'utilisation
d'une pate thermoconductrice contribuera a la dissipation de chaleur seulement si l'interface ou
elle est utilisée a une thermoconductivité la plus faible possible dans le systéme, c'est-a-dire le
seuil déterminant du taux. Ceci est souvent le cas.

Le taux de circulation de la chaleur dépend du différentiel de température, de I'épaisseur de la
carte et de la thermoconductivité du matériau.

Une large gamme de produits thermoconducteurs est disponible chez ELECTROLUBE.
Cette gamme inclut des pates avec et sans silicone (HTS & HTC), le joint RTV (TCR), une colle
epoxy (TBS) et une résine d'enrobage époxy (ER 2074).

Une version sans silicone est également disponible sous la référence HTCP.

CARACTERISTIQUES

. Excellente conductivité thermique méme a de hautes températures.
« Excellentes propriétés : ne migre pas.

- Utilisation sur une large plage de température avec une faible évaporation et une légére perte
de poids.

- Manipulation facile, utilisation économique et faible toxicité.
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APPLICATION

Appliqguer un film fin a la base et sur les connexions des diodes, transistors, thyristors,
dissipateurs thermiques, redresseurs au silicium et semi-conducteurs, thermostats, résistances

de puissance et radiateurs.

PROPRIETES

Coloration

Base _

Composants thermoconducteurs
Densité a 20°C

Température

Conductivité thermique

Perte de poids aprés 96 heures a 100°C
Constante diélectrique a 10° Hz
Résistivité volumique

Rigidité diélectrique

Viscosité

CONDITIONNEMENT

Tube de 50 ml
Bidon de 1 kg

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

1 cal

1 callem x sec x K

1BTUMI x ftx °F

1 BTU xin/h x sq ft x °F

In i

1 BTU/h x ft x °F

1 W/inx K =

1 cal/sec x cm =
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Blanc

Huile silicone
Oxydes métalliques en poudre
3 glcm®

-50°C a + 200°C
3,0 W/mK

0,1 %

49

1 x 10" Ohms/cm
18 kV/mm

Pate

REFERENCES

HTSP50 T
HTSP 01 K

0.003968 BTU (British Thermal Unit)

0.04964 BTU/inx h x °F
416.8 W/imx K

12BTU xin/h x sq ft x °F
0.04134 cal/sec x cm x K

0.0003445 cal/sec xcm x K
0.1437 W/im x K

1.724 Wim x K
22.75 BTU/h x ft x °F

10.6 Wiin x k

Toutes ces informations sont données en toute bonne foi mais sans garantie. Les indications concernant les propriétés doivent étre considérées comme un

guide et non comme étant spéciliques.



